
面对
高层数层或高纵深盲孔，还是不同纵身的填通孔设计，都能以出色的填孔能力和低铜厚覆盖性能，帮助您
实现卓越的制程品质。

载板制程日益严苛的填孔要求， 能为您提供强大的支持。 无论是应对

填孔能力强大可应对各种深度的盲孔及通孔设计，确保铜厚分布均匀。

电镀铜填孔
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应对严苛载板制程的电镀铜解决方案


